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2023年Q4全球半导体销售额同比增长11.6%

本报记者 张心怡

近期，全球营收前四的半导体设备厂商接连公布2023年年报或2024年最新财季季报。围绕2024年半导体设
备的增长支点、技术重点、宏观形势，头部企业划了这些重点。

2024年Q1 MLCC出货环比或减少7%

半导体设备厂商对今年市场谨慎乐观

本报讯 TrendForce 集邦咨询近日发布
的最新报告显示，预估今年第一季度MLCC
（多层陶瓷电容器）供应商出货总量仅达
11103亿颗，环比减少7%。MLCC大厂村田、
三星2023年第四季度营收、获利均下滑，显
示出当前市场仍处于供过于求的状态。

报告显示，1月底英伟达、AMD AI芯片
供货逐渐纾解，ODM 厂商广达、纬创、英业
达等AI服务器订单需求回升，带动备料拉货
动能，村田、太诱、三星与国巨是主要受惠对
象。不过，智能手机、PC、通用型服务器市况
需求相对疲弱，苹果手机第一季度订单则下
滑近20%。

TrendForce 预估，若三月份订单回升未
见起色，第一季度 MLCC 供应商平均 BB
Ratio（订单/出货比）恐下滑至0.89，环比减少
3.3%。面对订单需求增长放缓，MLCC供应商
的报价策略也转为保守，并持续管控产能。

机构表示，英特尔2024年新处理器平台
Meteor Lake 主打人工智能（AI）算力，新增
NPU处理单元来提高整体性能。该平台对
供电要求增加，需增加两组NPU供电线路，
导致 MLCC 用量额外增加每台 90~100 颗。
随着 2024 年下半年新平台逐渐问世，台式
机、笔记本电脑MLCC用量将有所增长。

（袁 元）

本报讯 根据WSTS最新统计的数据，
2023 年第四季度全球半导体销售额环比
增长 8.4%，同比增长 11.6%，实现 20 年来
最佳增长，释放了今年半导体行业增长的
信号。

2023 年第四季度全球半导体销售额
表现亮眼，主要驱动力是存储芯片部分，
AI 浪潮下不少企业都加大了对 HBM 的
需求量。

细分到厂商，三星第四季度同比增长了
49%，SK hynix增长了24.1%，美光收入增长
了17.9%。在此期间，三家制造商的平均收
入增长了33%。

该行业12家最大的非存储公司上季度
的加权平均营收连续增长了4%，表现最好
的是联发科（连续增长17.7%）、高通（14.2%）
和英伟达（10.4%）。

今年 第 一 季 度 美 光 预 计 收 入 增 长
12.1%；两家韩国制造商三星和 SK hynix
没有透露他们的预测，但预计其产品的
需求量会很大。

不过除内存制造商外，半导体公司的连
续收入动态大多为负值，9家非存储公司预
测第一季度收入将连续下降，英飞凌预估下
降2.8%，英特尔预估下降17.6%。

（吉 文）

高带宽内存

成为半导体设备增长动能

全球营收前四的半导体设备厂商在最新
财报中，普遍提到HBM（高带宽内存）将带动
DRAM需求复苏，成为半导体设备市场的增
长动能。

应用材料公司总裁兼首席执行官盖瑞·
狄 克 森（Gary Dickerson，以 下 简 称“ 狄 克
森”）在2月16日举行的财报电话会上表示，
HBM（高带宽内存）所需的裸片和封装，将
为应用材料带来可观的市场增量。高带宽
内存——也就是将高性能DRAM裸片堆叠
起来，并通过先进封 装 与 逻 辑 芯 片 相 连
接 —— 是 使 数 据 中 心 具 备 AI 承 载 能 力
的关键。高带宽内存使用的裸片面积是
标准 DRAM 的两倍以上，这意味着生产相
同数量的裸片需要两倍以上的产能。此外，
裸片堆叠所需的封装也将为应用材料带来
市场空间。

“2023年，高带宽内存仅占DRAM产量
的 5%，预计未来几年的年复合增长率将达
到50%。在2024财年，我们预计高带宽内存
封装的收入将比去年增长 4 倍，达到近 5 亿
美元。”狄克森表示。

ASML 预计 2024 年内存业务收入将有
所增长，主要推动力是高级内存产品DDR5
和 HBM 带 动 DRAM 的 技 术 节 点 转 换 。
ASML 于今年 1 月公布的 2023 年第四季度
财报显示，存储芯片用系统的订单占比明显
提升。从2023年全年来看，ASML的逻辑芯
片 用 系 统 收 入 为 160 亿 欧 元 ，同 比 增 长
60%。存储芯片用系统收入为60亿欧元，同
比增长 9%，与逻辑芯片用系统存在较大的
差距。但在 2023 年第四季度的净预订量
中，逻辑芯片用系统占预订量整体的 53%，
而存储芯片用系统占47%，两者的占比正在
趋于平衡。

泛林预测，受到存储芯片市场复苏推
动，2024 年全球晶圆厂设备市场规模将达
800亿美元左右。其中，DRAM增长动力主
要来自高带宽内存的容量提升和节点转
换。财报显示，泛林 2023 年第四季度的存
储业务实现了创纪录的营收，营收占比达到
48%，其中 DRAM 营收占比为 31%，非易失
性存储占比为17%。

TEL在今年2月发布的2024财年第三财
季财报中指出，公司DRAM制造设备的营收
占比已经连续三个财季提升，本财季达到
31%，是第一财季占比的近两倍。

先进制程相关设备

迈上商用化台阶

尖端逻辑芯片代工向来是头部半导体
设备厂商的营收“大头儿”。2024年，ASML
将继续导入面向尖端制程的高数值孔径
EUV 系统，应用材料和泛林也将 GAA 晶
体管、背面供电等先进制程相关需求视作
重点。

高数值孔径 EUV 光刻系统被视为 2nm
以下制程的主流设备路径。2023年，ASML向
英特尔发送了首台高数值孔径EUV系统——

EXE：5000 的首批模组。通过孔径数值的
提升，ASML 在 EXE：5000 光刻系统中，以
20mJ/cm2（毫焦耳每平方厘米）的能量实现
了 185wph（一小时内能够处理的晶圆片
数）的产能，分辨率达到 8nm，较上一代系
统可以将特征尺寸（光刻工艺可以制作的
最小特征图像的尺寸）缩小 1.7 倍，并将晶
体管密度增加2.9倍。

ASML首席财务官罗杰·达森（Rog-
er Dassen） 表示，预计2024年ASML会支
出大量成本，以导入高数值孔径设备，并
将 年 产 能 提 升 到 90 台 EUV 和 600 台
DUV。从2025年起，ASML的EUV光学系

统将逐步过渡到利润率更高的高数值孔径
系统EXE：5200。

随着晶体管越做越小，栅极的宽度也越
来越窄，当窄到一定程度时，对电流的控制
力就会减弱。曾经，FinFET通过鳍状结构增
加了栅极围绕沟道的面积，改善了电路控
制，将制程节点从 20nm 延续到 5nm 以下。
然而，当制程节点来到3nm及以下时，Fin-
FET 也将到达极限。GAA（ 环绕式栅极技
术）晶体管的出现，再一次改善了晶体管结
构，实现了栅极对沟道的四面包裹，以便更
精准地控制电流。

应用材料预计基于GAA晶体管的尖端

逻辑芯片 将 在 2024 财 年 走 向 大 批 量 生
产。晶体管结构从 FinFET 向 GAA 的转
变，拓展了应用材料的盈利空间，每当晶
圆厂增加 10 万片晶圆的月产能，应用材料
的潜在市场就增加 10 亿美元。围绕晶圆
厂对GAA晶体管工艺的需求，应用材料推
出了面向 30nm 及以下 FinFET 和 GAA 晶
体管的外延生长设备、支持 3nm 逻辑芯片
晶圆代工和 GAA 晶体管所需图形化控制
能力的电子束量测系统，以及拓展 FinFET
运用范围并促进 GAA 未来发展的选择性
蚀刻工具等。

背面供电被应用材料视为另一个重要

的技术转折点。相比传统的正面供电，背面
供电能够提升芯片的逻辑晶体管密度，实现
功率和性能的改善。狄克森预计，背面供电
的工艺需求能够在 2024 年为公司带来收
入，并在未来几年大幅扩增。

与应用材料相似，泛林也将侧重点放在
GAA、背面供电，以及先进封装和干法极紫
外线图案化。泛林2024 财年的投资重点还
包括靠近客户所在地的工艺开发能力、全球
供应链运营及制造能力的提升。

设备厂商对2025年市场预期

更为乐观

虽然终端市场出现温和的复苏迹象，
DRAM 行情也有所回暖，但设备厂商对于
2024年的预期均偏向保守，对于2025年的市
场行情则普遍持有乐观预期。

2023 年，ASML 全年净收入和净利润都
较2022年实现了30%以上的增长，然而ASML
对于2024年第一季度营收的预期并不乐观，
预计净销售收入在50亿~55亿欧元之间，相
比2023年第三季度72.37亿欧元的净收入将
出现较大幅度的环比下降。

ASML 总裁兼首席执行官彼得·温宁克
（Peter Wennink，以下简称“温宁克”）对2024
年的市场行情持保守态度。他认为，2024年
整个行业的复苏形势仍不确定，预计ASML
在2024年的收入将与2023年相近。

对于 2025 年，温宁克持有积极的看法，
并将2024年视作2025年大幅增长做好准备
的过渡期。ASML综合2001年、2009年的市
场周期曲线认为，半导体行业在经历下行周
期后往往会迎来显著增长周期。如今的半
导体产业受到通货膨胀、利率上升、经济放
缓以及地缘政治的影响，正处于低谷期，但
厂商也要为低谷之后的增长周期做好充分
准备。

TEL 也看好晶圆厂设备市场在 2025 年
的表现。TEL综合市调机构数据认为，2025
年，AI 服务器的持续增长，PC、智能手机在
AI应用和换机周期的带动下需求上扬，将共
同驱动DRAM、NAND和先进制程逻辑芯片
的资本支出，使全年的晶圆厂设备市场规模
实现两位数增长。


